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3.2 产品特点

 小型化

 SMD回流焊贴装工艺

 16位数字信号处理

 单线串行数据

 低电压、微功耗

 适合超薄的产品外观设计

3.3 产品应用领域

 红外移动探测

 物联网

 可穿戴设备

 智能家电：电视机、空调、数码相机、电脑

 自动照明开关：智能家居、智能灯具

 安防、汽车防盗设备

 LCD显示屏

 空气净化器

 网络监控系统等

 其它

3.4 产品及推荐的焊盘尺寸图

单位(unit):mm

侧视图
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tS 起始信号时间 120us 以上

tL 拉低时间 4us～8us

tH 拉高时间 4us～8us

tB 等待数据稳定时间 4us～8us

tR PIR 数据更新时间 约 16ms

1 高电平，数据 1

0 低电平，数据 0

图 1

❶ 在 DOCI 线处于空闲时，PIR 在 16ms 内完成数据更新，PIR 就会拉高 DOCI 线。如果 DOCI

线空闲超过 16ms 时，需要微控制器拉高 DOCI 线后释放。

❷ PIR 拉高 DOCI 线后，维持 120us 以上。

❸ 微控制器拉低 DOCI 线 4us～8us。

❹ 微控制器拉高 DOCI 线 4us～8us 后释放 DOCI 线。

❺ PIR 拉低/高 DOCI 线，输出高位数据的电平状态，延时 4us～8us 等待电平状态稳定。

❻ 微控制器采样电平状态，高电平为数据‘1’，低电平为数据‘0’，高位先被读出。

❼ 重复 ❸❹❺❻，直到 19 位数据都被读出。

❽ 读取 19 位数据完成后，微控制器拉低 DOCI 线后释放（参考注释）。

❾ 重复 ❶，开始新的读取周期。

注释：

释放：微控制器切换为输入模式，不开上/下拉电阻。

空闲：微控制器释放 DOCI 线且 DOCI 线为低电平。

微控制器拉高/拉低：微控制器先设置输出高/低电平后，再切换为输出模式，防止切换输出模

式后再设置输出高/低电平产生电平变化。
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3.7.3 数据格式

DOCI 接口输出高通滤波器的值。DOCI 输出数据下表所示，共 19 位，头码B18，B17为固定值‘1’

‘0’，尾码B0为固定值‘0’。

4. 典型应用电路
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5. 可靠性试验

可靠性测试项目表

序号 测试项目 测试标准 测试结果

1 盐雾试验 GB/T 10125-2012 OK

2 高温试验 70℃时，500

5K

温试验2 0，00K 准试 ，试验2 005

005K 温试验号55
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与传感器之间存在玻璃等透过率低下的物质时，会导致传感器无响应。

5）*由于传感器检测的是环境温度和人体温度的差异产生的温差变化，当环境和人体温度非常接

近或者环境温度超过人体温度时，会引起传感器灵敏度下降、感应距离衰减。

6）由于探测元材料具有压电陶瓷特性且较薄，因此使用过程中请避免高强振动或冲击，当产品

受到振动时会输出电信号，造成误动作，严重时可能导致传感器损坏。

7）客户终端产品应安装牢固，避免风吹晃动而产生误动作。

8）产品安装高度和应用方式需在菲涅尔透镜设计时提前说明，并按照设计要求进行安装固定，

否则影响感应性能，给客户带较差使用体验。

7.3★产品焊接条件及注意事项

7.3.1 回流焊接工艺时请参考图 7 所示温度曲线，建议设置预热区、加热区设置、最高温区、降温

区。

7.3.2 若使用手工焊接时对 PIR的焊盘进行焊接时，可从 PIR贴装板背面采用热风化锡， 3秒以内

完成焊接。采用手工焊接时由于焊接温度不可控，可能会因超温而导致传感器性能下降，请尽量避

免采用手工焊接。

7.3.3 建议用户在设计传感器焊盘尺寸时，尽量采用规格书中所推荐的焊盘尺寸。

7.3.4 焊接过程注意事项

图 7 典型的回流焊温度曲线

1）在焊接产品前，请勿用裸手触摸产品焊盘，否则可能会导致产品焊接不良。

2）*如果局部焊盘氧化会导致局部上锡不良，而导致传感器性能工作不正常。

3）*若焊盘锡膏印刷量不一致或者一边焊盘氧化，可能会导致焊接时两侧焊盘上锡速度不一致，

而导致产品焊接过程中产生“立碑”效应，甚至产品焊接后逃离焊接区域。

4）*贴片式传感器特性，贴片式传感器为腔体结构，当回流焊时预热温度太低或升温速率过快内

部气体膨胀易导致脱焊，建议需要适当延长回流焊运输速度以确保产品批量生产焊接的良品率。

5）*客户根据使用的锡膏型号，合理调整回流焊工艺，如高温锡膏，建议起始预热温度为150℃

±5℃，最高温度为245℃±5℃，以使锡膏充分融化，保证产品与PCB板焊接良好。（*建议客户

完成PCB板丝印锡膏后，对应传感器所贴装位置中心增加点红胶的工序，可提高回流焊焊接位置

产品表面峰值温度最高 245±5℃ ，5S

加热周期80S～100S 最少20s
  最多
30s～60s 最少 120s

时间(s)

245℃

空气中逐渐冷却

加热最少 220℃

产品表面峰值温度最高260℃，5s

温度（℃）

220
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